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１．概要（Summary） 

当社が保有していない設備（低温評価設備）が必要な

電気特性評価について、早稲田大学の設備を利用して

TEG 評価を 77K で行いたいとの要求があり、早稲田大

学保有設備で対応可能か問い合わせた。このことについ

て、実際に装置スペックを現場で確認しながら打ち合わ

せを行った。質疑応答内容詳細は下記の通り。なお W は

早稲田、M はモーデックを意味する。 
１） ウエハーサイズ 
早稲田大学の装置では 25mm 角程度までの大きさのデ

バイスまでしか測定できない。問題とならないか。（W） 
→ダイシングしたチップを用意するので問題ない。(M) 
２） パッド 
プロービングで使用するパッドの金属の種類は金が望ま

しく、膜厚は 100nm 以上欲しい。(W) 
→あらかじめ要求仕様がわかっていれば問題ない。(M) 
３）計測温度 
早稲田のプローバは真空でプロービングすることを基本と

している。よって７７K で温度が安定するまでの時間は作

業開始から約一時間、またプロービング終了後に常温に

戻るまでには約１．５時間かかる。実作業上スループット等

問題とならないか？(W) 
→温度さえ安定していれば問題とならない。７７K での温

度の安定性はどうか。(M) 
→±１K 以内には入ると思う。ただし、デバイスの直接温

度を図っているのではなく、あくまでデバイスをセッティン

グする台の温度を図っている。よってデバイスの熱容量が

大きいと温度の絶対値は不確かとなる。(W) 
４）機材の持ち込み 
早稲田大学の半導体パラメータアナライザーにないパラメ

ータを計測したい場合、別途機材を持ち込んで接続して

もよいか。(M) 
→問題ない。(W) 

５）測定機器のオペレーション 
機材のオペレーションは早稲田が行うのか、モーデックが

行うのか。(M) 
→どちらも可能である。技術代行の場合は早稲田が計測

を代行する。機器利用の場合はオペレーショントレーニン

グを受けてもらった後、モーデックが自分で操作すること

ができる。(W) 
以上の議論の結果、来期から基本的には技術代行また

は機器利用の形で（顧客からの秘密保持レベルの要求に

よる）支援を進めることとなった。また、機器利用のための

オペレーショントレーニングは必要に応じ今期から始める

こととした。 
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